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Cytesterご紹介資料

三菱ガス化学株式会社

基礎化学品事業部門 ハイパフォーマンスプロダクツ事業部
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お問い合わせ先

〒100-8324

東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル
TEL 03-3283-4800 FAX 03-3214-0938 cytester@mgc.co.jp
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CYTESTERとは

シアナト基(-OC≡N)を有する熱硬化性樹脂（シアネートモノマー）

加熱によりトリアジン環 を形成して硬化

シアネートモノマー 硬化物

Confidential

Δ

トリアジン環シアナト基
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CYTESTERとは Confidential

硬化メカニズム

Δ

三量体環化反応 →反応前後で副生成物が生じない
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モノマーの特長 Confidential

Cyanate monomer Cured product

低溶融粘度

優れた溶剤溶解性

変性可

低感作性

エポキシ樹脂や
ビスマレイミド樹脂などの
熱硬化性樹脂と相溶

毒性・皮膚への刺激性は
非常に低い

低粘度で
作業性に優れた材料

アセトン・MEK・DMFなど

様々な溶媒に可溶
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硬化物の特長 Confidential

Tg>300 °C

剛直なトリアジン骨格
による高い耐熱性

低熱膨張係数

低誘電

その他

熱膨張係数は
エポキシ樹脂よりも低い

誘電率、誘電正接が低く
伝送損失の少ない材料

電気絶縁性・耐放射線性
など

高Tg

Cyanate monomer Cured product
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* TA (Bis-A CN), Catalyst: Zn(oct)2 (200 ppm), CuringSchedules : 150 °C /1h + 200 °C /3h + 230 °C /3h

** DGEBF/Me-HHPA (1/1), Catalyst: DMP-30 (0.5 wt.%), CuringSchedules :100 °C /1h + 150 °C /3h
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CYTESTER TA*

Epoxy resin**

高Tg

動的粘弾性(DMA)測定結果

Confidential硬化物の耐熱性

試験片：板厚4 mm
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熱機械(TMA)測定結果

硬化物の熱膨張係数
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Epoxy resin**

CYTESTER TA*

低熱膨張率

* TA (Bis-A CN), Catalyst: Zn(oct)2 (200 ppm), CuringSchedules : 150 °C /1h + 200 °C /3h + 230 °C /3h

** DGEBF/Me-HHPA (1/1), Catalyst: DMP-30 (0.5 wt.%), CuringSchedules :100 °C /1h + 150 °C /3h

Confidential

試験片：板厚4 mm
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熱重量(TG)測定結果

硬化物の熱重量減少 Confidential
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Epoxy resin**

CYTESTER TA*

測定条件
・N2雰囲気・昇温速度 10℃/min

* TA (Bis-A CN), Catalyst: Zn(oct)2 (200 ppm), CuringSchedules : 150 °C /1h + 200 °C /3h + 230 °C /3h

** DGEBF/Me-HHPA (1/1), Catalyst: DMP-30 (0.5 wt.%), CuringSchedules :100 °C /1h + 150 °C /3h

CYTESTER

Td5=413℃
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硬化物の物性について Confidential

融点

(°C)

硬化後Tg*1

(°C)

CTEα1

(ppm/°C)

最大曲げ強度

(MPa)

曲げ弾性率

(GPa)

誘電率

(10 GHz)

誘電正接

(10 GHz)

CYTESTER*2

(TA: Bis-A CN)
80 325 54 136 2.8 2.74 0.013

Epoxy resin*3 150 72 126 2.8 3.25 0.017

*1 DMA method
*2 TA (Bis-A CN), Catalyst: Zn(oct)2, CuringSchedules : 150 °C /1h + 200 °C /3h + 250 °C /3h

*3 DGEBF/Me-HHPA (1/1), Catalyst: DMP-30 (0.5 wt.%), CuringSchedules :100 °C /1h + 150 °C /3h （試験片：板厚4 mm）
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シアネート硬化エポキシ樹脂のTg Confidential

シアネート ：TA（Bis-A CN）
エポキシ樹脂 ：DGEBF

最終硬化温度 ：200℃ （TAのみは250℃）
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シアネート ：TA（Bis-A CN）
エポキシ樹脂 ：DGEBF

最終硬化温度 ：200℃ （TAのみは250℃）

シアネート硬化エポキシ樹脂の誘電率

誘電率の低減

Confidential
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用途例について Confidential

Electric/

Electronics Material Composites

• 電気電子材料
• 複合材料
• 産業機械
• 改質剤として
（エポキシ樹脂、マレイミド樹脂）
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製品性状（常温） Confidential

液状グレード「P-201」

標準品「TA」

白色固体

淡黄色液体

予備重合品 (開発品)

「TA-100」

橙色粘性液体

「TA-1500」

橙色固体

(開発品)

いずれのグレードもモノマー100％
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製品物性値 Confidential

特徴

モノマー
溶融粘度

(40 °C)
ｍPa･ｓ

モノマー
溶融粘度

(80 °C)
ｍPa･ｓ

硬化後

Tg*1(°C)

CTEα1*2

(ppm/°C)

最大
曲げ強度*3

(MPa)

曲げ弾性率*3

(GPa)

CYTESTER®

TA
標準品 固体 8 325 54 136 2.8

CYTESTER®

TA-100

TA
予備重合品

粘稠液体 660 333 50 110 2.9

CYTESTER®

TA-1500

TA
予備重合品

固体 71300 325 50 122 2.9

CYTESTER®

P-201
常温液状 35 10 296 53 127 2.6

(比較)

Epoxy resin*4 - - - 150 72 126 2.8

*1 DMA method *2 ASTM D 696 *3 ASTM D 790

*4 DGEBF/Me-HHPA (1/1), Catalyst: DMP-30 (0.5 wt.%),

CuringSchedules :150 °C /1h + 200 °C /3h + 250 °C /3h (TA, TA-100, TA-1500, P-201)

100 °C /1h + 150 °C /3h (Epoxy resin)（試験片：板厚4 mm）
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お問い合わせ先

ご連絡先

基礎化学品事業部門
ハイパフォーマンスプロダクツ事業部 ・ 企画開発部

〒100-8324

東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル
TEL 03-3283-4800 FAX 03-3214-0938

https://www.mgc.co.jp/products/nc/cytester.html


